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e Adaptives Elektronisches Packaging

e Start-up der TU Dresden
e|nstitut fir Aufbau- und Verbindungstechnik (IAVT)
o EXIST gefordert
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ANWENDUNGSFELDER

eSensorelektronik

e Test Packaging
Hochfrequenz

| eistungselektronik

e Miniaturisierung / 3D Elektronik
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GESUCHTE KOOPERATIONSFORMEN

e Entwicklungsprojekte / Forderprojekte

e Machbarkeitsstudien / Test-Packages

* Prototypen / Kleinstserienfertigung / Engineering Samples

*Pilotanwender

*|nnovative Produkte

www.micropack3d.de info@micropack3d.de
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Das Projekt Kontaktierung eingebetteter Komponenten als Technologielosung, kurz: KONEKT (FKZ: 03EFMSN 148) wird im Rahmen
des EXIST Programms durch das Bundesministerium fiir Wirtschaft und Energie und den Europdischen Sozialfonds geférdert.

% Bundesministerium e
- fiir Wirtschaft I Zusammen.
und Energie y - 2od Zukunft.

Europiischer Sozialfonds Europaische
fur Deutschland Union Gestalten.
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